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Zerstörungsfreie Prüfung
Wir bieten Unternehmen die zerstörungsfreie Prüfung von Werk-
stoffen und Komponenten an. Hierzu stehen zahlreiche Geräte für 
die Untersuchung zur Verfügung. Diese umfassen die Bereiche 
Ultraschallprüfung, Radiographie, Thermographie und Schallemis-
sionsanalyse.

Ultraschallprüfung

Die Ultraschallprüfung basiert auf der partiellen Reflexion von 
Schallwellen an Grenzflächen unterschiedlicher Medien (z.B. Luft/
Metall). Bei dem hier angebotenen Verfahren liegt die Eindringtiefe 
der Ultraschallwelle typischerweise im Bereich zwischen 400 µm  
und 2000 µm. Durch flächiges Abrastern der Probe kann ein 2D-
Bild der elastischen Eigenschaften der Probe erzeugt werden. 
Zusätzlich kann über die Ankunftszeit des Puls-Echo Signals ein 
Blick in das Innere der Probe realisiert werden.

• Defekterkennung im Inneren des Werkstoffs
• Hochauflösende Abbildung der akustischen Eigenschaften
• Frequenzen von 10 MHz bis 150 MHz
• Laterale Auflösung bis zu 5 µm

Radiographie

Im Bereich der Radiographie wird schwerpunktmäßig die Mikro-
struktur von faserverstärkten Materialien untersucht. Dabei kön-
nen innere Defekte sichtbar gemacht werden und deren Wachs-
tum in-situ oder vor und nach einer Belastung verfolgt werden. 
Hierzu stehen eigens entwickelte Einbauten zur mechanischen und 
thermischen Belastung von Prüfkörpern im Röntgen-Computerto-
mograph zur Verfügung.

• Visualisierung von Defekten (auch in-situ unter Belastung)
• Auflösung bis zu 400 nm Voxelgröße

Schallemissionsanalyse

Grundlage für die Schallemissionsanalyse bilden Ultraschall-
wellen, die als Folge von Mikroverformungen in einem Material 
freigesetzt werden. Diese Mikroverformungen sind dabei häufig 
mit einer irreversiblen Veränderung im Material verknüpft (z.B. 
Risswachstum) und geben frühzeitig Aufschluss über bevorste-
hendes Materialversagen. Die durch Schallwellen hervorgerufene 
Oberflächenauslenkung wird über piezoelektrische Sensoren in 
ein Spannungssignal gewandelt und aufgezeichnet.

• Ortung von Mikroverformungen (z.B. Rissinitiierung oder 
 -wachstum)
• Bestimmung des Ersteinsatzes von Mikroschädigungen
• Identifikation und Trennung von Schadensmechanismen

Mittels Thermographie kann die lokale Überhitzung von Kompo-
nenten detektiert und innere Defekte visualisiert werden. Hier-
durch kann insbesondere die transiente thermische Energiefrei-
setzung beim Bruchvorgang, sowie die lokale Erwärmung durch 
Reibungsvorgänge bei Lastwechselzyklen analysiert werden.

• Detektion von inneren Defekten
• Visualisierung von Temperaturverteilungen

Thermographie


